Solution for researching

Automatische Hochdruck-HeiBpresse 90 Tonnen 300X300Mm

Pressplatten 0,2% Druckgenauigkeit 200°C
Artikelnummer: XP65

Einfuhrung

Verbundwerkstoffen.

Mehr erfahren

Entdecken Sie die automatische Hochdruck-
HeilBpresse mit 90 Tonnen Kraft auf 300x300
mm grofl3en Pressplatten, 0,2 %
Druckgenauigkeit und praziser PID-
Temperaturregelung bis 200 °C - ideal far
Batterieforschung, Halbleiterverpackung,
Polymerformung und Kompaktierung von

Beschreibung Hauptvorteil

Laminierung von
Festkorperbatterien

Halbleiterverpackung

Polymerformung

Kompaktierung von
Verbundwerkstoffen

Laminierung von
Keramiksubstraten

MEA-Montage fiir
Brennstoffzellen

Sputtering Target Bonding

Klebelaminierung

Verdichtet Elektroden- und Festelektrolytschichten unter hohem Druck, um den Grenzflachenwiderstand zu
verringern und die lonenleitfahigkeit sowie die Zellleistung zu verbessern. Mehrstufige Druckprofile erméglichen
optimierte Laminierzyklen ohne empfindliche Materialien zu beschadigen.

Flhrt prazises thermisches Druckverformen groRformatiger Substrate, Dies oder Vergussmaterialien bei
kontrollierten Temperaturen bis 200 °C durch. GleichmaRiger Druck gewahrleistet zuverlassige, lunkerfreie
Verbindungen - entscheidend fiir fortschrittliche Verpackungstechnologien.

Formt und hartet technische Kunststoffe, PTFE, Polyethylen und Gummiplatten unter hoher Klemmkraft und
konstanter Warme. Programmierbare Zyklen sorgen fiir wiederholbare Teilequalitdt und MaBgenauigkeit.

Konsolidiert faserverstarkte Verbundwerkstoffe, Prepregs und Laminate mittels mehrstufiger Warme- und
Druckprofile, um Lunker zu beseitigen und den Faseranteil zu erhéhen.

Presst mehrschichtige keramische Grinfolien fir LTCC/HTCC-Module und gewabhrleistet gleichmaBige Dicke und
Haftung. Die gleichmaRBige Druckverteilung verhindert Risse und Delamination.

HeiBpresst Membran-Elektroden-Einheiten fiir PEM-Brennstoffzellen und verbindet die Katalysatorschichten
unter praziser Temperatur und Druck mit der Membran, um die Dreiphasengrenze zu optimieren.

Verbindet Sputtering Targets unter hohem Druck und Warme mit Tragerplatten und erzeugt eine starke,
leitfahige Grenzflache, die Temperaturzyklen standhalt.

Hartet Strukturklebstoffe zwischen unterschiedlichen Materialien wie Metall und Glas flr optische oder Luft- und
Raumfahrtbauteile unter kontrollierter Kraft und Warme aus.

Erzielt fehlerfreie Grenzflachen
mit 90 Tonnen Kraft.

Konsistente
Verbindungsintegritat und
Planheit.

Hochdichte, maRBgenaue
Bauteile.

Verbesserte mechanische
Festigkeit und Haltbarkeit.

Hochertragige Herstellung
zuverlassiger Substrate.

Optimierte Leistung und
Haltbarkeit.

Zuverlassige Verbindung ohne
Lunker oder Hot Spots.

Starke, optisch klare
Verbindungen ohne Blasen.

Modell

Maximalkraft
Drucksensorgenauigkeit
Arbeitstemperatur
Temperaturregelung
Heizleistung
PressplattengroBe

Maximaler Oberflachendruck

XP65-90T3030 Automatische Hochdruck-HeiBpresse
0 - 90 Tonnen (900 kN)
+0,2 % Hochpréaziser Sensor gewahrleistet minimale Druckdrift
0 - 200 °C (Max 200°C)

Programmierbarer PID-Controller
3500 W Effiziente Heizung mit geringen Warmeverlusten
300 x 300 mm Geeignet flr Proben bis 300x300 mm

~100 Bar (10 MPa) Erreicht bei 90 Tonnen Uber die gesamte Pressplattenflache

Optimiert fur thermische Symmetrie und Ebenheit bis 200 °C

Geschlossene PIDS-Hydraulikregelung fir stabile Kraftaufbringung

7-Zoll-Farb-Touchscreen-Oberflache fir mehrstufige Programmierung
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Stromversorgung AC 220V / 50Hz (einphasig) Erfordert einen dedizierten 16A-Stromkreis fiir sicheren Betrieb
Abmessungen (BxTxH) 600 x 520 x 650 mm Kompakte Stellflache fiir den Tischbetrieb
Gewicht 350 kg Schwere Konstruktion fir Steifigkeit; Bitte die Tragfahigkeit des Tisches prifen
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